Kapitola 2
Uvod do problematiky

2.1 Zakladni definice
2.1.1 Tenké vrstvy a povrchy

e Definice tenké vrstvy (thin film) - fadové 10 nm az 10 pm

e Definice povrchu? - zalezi na nazoru, problematika realného (drsného) povrchu

2.1.2 Opracovavani materialu
Obecné existuji tri zakladni postupy aplikované v ramci opracovavani materialu
e odstranovani materialu,

e depozice tenkych vrstev,

e modifikace nebo formovani materialu.



2.2 Zakladni postupy
2.2.1 OQOdstranovani materialu
e CiSténi
e vytvareni 3D struktur

e leptani

2.2.2 Depozice tenkych vrstev
e polovodice (c-Si, a-Si, GaAs)
e kovy (hlinik, med’, slitiny)
o dielektrika (oxid kifemiku, nitrid kfemiku, oxidy kovi, low-k dielektrika)
e tvrdé a supertvrdé vrstvy (diamant, c-BN, nitridy kovii, DLC, CN)

e polymerni vrstvy (organosilikonové vrstvy)



2.3 Zakladni postupy

2.3.1 Modifikace nebo formovani materialu
e zména drsnosti povrchu,
e zména povrchové energie (smacivost, adheze),

e navazani funkénich skupin.



